

 


Administración de Sistemas Informáticos en Red
Fundamentos de hardware
Identificación y estudio de mercado de los componentes de un sistema informático

Actividad

Identificación y estudio de mercado de los componentes de un sistema informático

Objetivos

Describir los componentes de un equipo informático y sus funciones.
Seleccionar un chasis para una placa base y el resto de componentes.
Identificar componentes y conectores de un equipo.
Seleccionar y configurar un equipo informático en base a unas necesidades concretas.
Identificar los elementos que acompañan un componente, como su documentación o manual, los cables, etc.

















	¿Cómo lo hago? 

	
1. Rellena los datos que se piden en la tabla “Antes de empezar”.
2. Haz uso de fuentes comunes como Arial, Calibri, Times New Roman etc. 
3. Utiliza el color negro para desarrollar tus respuestas y usa otros colores para destacar contenidos o palabras que creas necesario resaltar.
4. Recuerda entregar la actividad en formato PDF a no ser que el profesor o profesora indique lo contrario. 
5. Recuerda nombrar el archivo siguiendo estas indicaciones:
· Ciclo_Módulo o crédito_Tema_ACT_número actividad_Nombre y apellido
· Ejemplo: AF_M01_T01_ACT_01_Maria Garcia



	Antes de empezar… 

	Nombre
	

	Apellidos
	

	Módulo/Crédito
	

	UF (solo ciclos LOE)
	

	Título de la actividad
	





1. El microprocesador
El microprocesador tiene como función principal ejecutar cada una de las instrucciones que componen un programa. El programa se encuentra en principio en la memoria principal (la RAM en un ordenador convencional), así que el microprocesador tiene que ir leyendo cada instrucción para poder ejecutarla.

1.1. Explica los siguientes conceptos relacionados con los microprocesadores:
a) Ciclo de trabajo (o ciclo de instrucción): etapas de fetch, decode y execute.
b) Registros PC (program counter) e IR (instruction register). ¿Qué función tiene cada uno en el funcionamiento del procesador?
c) Juego de instrucciones (instruction set).
d) ALU y FPU. ¿Qué diferencia hay entre estos dos dispositivos?
e) Caché interna. ¿Para qué sirve?
f) Bus de direcciones y bus de datos. ¿Qué importancia tiene en el sistema la anchura en bits de cada uno de estos buses?
g) ¿Cuál es la función de la señal de reloj (clock) del procesador?


1.2. Para ver la evolución de los procesadores en los últimos 40 años vamos a fijarnos en los de la compañía Intel, los más utilizados en ordenadores hoy en día.
Busca información sobre los siguientes modelos de procesadores Intel: 8086, 80386,  80486, Pentium, Pentium IV, Dual Core, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9.
De cada uno de los modelos indica los siguientes datos: año de aparición, frecuencia interna del reloj, anchura del bus de datos y del de direcciones, cantidad de núcleos, capacidad de la caché interna, tipo de encapsulado, número de transistores en el chip.
Si existen varias versiones de un modelo con datos técnicos diferentes, indica el rango [mínimo - máximo] de dichos valores.
En el caso de que haya varios niveles de caché, indícalo.




1.3. En vista de los datos obtenidos en el apartado anterior, contesta las siguientes preguntas (referidas a procesadores Intel):
a) Entre el primer procesador y el último, ¿por cuánto se ha multiplicado aproximadamente la frecuencia del reloj?
b) ¿Cuándo apareció el primer procesador Intel con caché interna?
c) ¿Cuándo apareció el primer procesador Intel multinúcleo?
d) ¿Por qué se cambia la línea de denominaciones 80x86 por la de Pentium?
e) La evolución de los microprocesadores está ligada claramente a la del número de transistores dentro del chip. ¿Qué es un transistor? ¿Qué función tiene en el sistema informático? ¿Qué tamaño tiene aproximadamente un transistor en un microprocesador actual?
Entre el primer procesador analizado y el último, ¿por cuánto se ha multiplicado el número de transistores?
¿Qué dice la Ley de Moore? ¿Cuándo fue formulada? ¿Se ha cumplido hasta ahora?

1.4. A continuación se muestra la tabla de características de un Intel I7:
[image: ]
a) [bookmark: _Hlk24459748]¿Qué es la Virtualization Technology?
b) ¿Qué es la tecnología Turbo Boost?
c) ¿Qué es la tecnología Execute Disable Bit?
d) ¿Cuánta memoria caché tiene el procesador?
e) ¿Cuánta memoria RAM puede direccionar?
f) ¿Qué significa que la interfaz con la memoria tiene tres canales?

2. Placa base 
2.1. Rellena la tabla indicando todos los conectores del back panel de la placa base que aparece a continuación. Indica también un posible dispositivo que puedas conectar a cada uno de ellos.

[image: MEG Z490M edge wifi]

	
	Conector
	Dispositivo a conectar

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	


2.2. Busca una foto de la placa base Gigabyte Z490 GAMING X AX y localiza, si existen, los siguientes componentes/conectores. Realiza también, una tabla como la anterior, especificando qué dispositivo/componente se puede conectar en cada uno de ellos. Si en alguno no se conecta nada debes indicarlo con N/A (No aplica). Recuerda que deberías descargar el manual de la placa base para poder contestar este ejercicio de forma adecuada.
1. Conector de energía ATX de 24 pines
2. Conector de energía ATX de 4/8 pines
3. Conectores SATA
4. Chipset
5. Ranuras de memoria
6. Socket
7. BIOS
8. Ranuras PCI-Express. ¿De qué tipo?
9. Conectores de panel frontal
10. Conector Clear CMOS
11. Conector CPU-Fan
12. Conectores USB internos
13. Pila o batería
14. Conector M.2
15. Back panel

2.3. Busca una placa base de la marca Asus y contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Qué tipo de tecnología RAM soporta esta placa? 
b) ¿Cuántos contactos tiene esta RAM? 
c) ¿A qué velocidades se puede configurar el bus de memoria? 
d) ¿Cuántos módulos se pueden conectar la vez? 
e) ¿Cuál es el voltaje de estos módulos? 
f) ¿Cuál es la capacidad máxima de memoria que soporta esta placa base? ¿Existe capacidad máxima por módulo? 
g) ¿Qué hacer para poder utilizar los módulos de memoria RAM de la placa base como memoria RAM de la tarjeta gráfica? 
h) ¿Qué cantidad de memoria RAM de la placa base se puede compartir para que la utilice la tarjeta gráfica? 
i) ¿Soporte Dual o Quad Channel? 
j) ¿En qué ranuras conectarías 2 módulos para que trabajen en Dual Channel? 



3. Dispositivos de almacenamiento secundario
3.1. Realiza una tabla con las diferencias entre los diferentes conectores de conexión de un disco duro SSD. 
3.2. ¿Qué es el sistema de archivos del disco? ¿Qué diferencias hay entre el sistema FAT y el NTFS?
3.3. ¿Qué es el MBR? ¿Qué información contiene?
3.4. ¿Qué es la tabla de particiones? ¿Y el gestor de arranque?
3.5. Busca un disco duro externo, un disco duro interno conectado por SATA, uno conectado por M.2 y analiza sus principales diferencias.

4. Dispositivos de almacenamiento principal
4.1. Qué diferencias hay entre una RAM de tipo SRAM o una SDRAM. Explica cada una de las características.
4.2. Busca 4 modelos de RAM y haz una tabla analizando las siguientes características: fabricante, tipo (DDRx), capacidad, frecuencia, latencia, encapsulado, precio aproximado.
4.3. Calcula para cada una de ellas su tiempo de acceso. ¿Cual es el módulo más rápido?
[bookmark: _GoBack]
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Available at 3.20 GHz, 3.06 GHz, 2.93 Ghz,
2.80 GHz, and 2.6 GHz (Intel Core™ i7-900
desktop desktop processor series)

Available at 3.33 GHz and 3.20 GHz (Intel
Core™ i7-900 desktop processor Extreme
Edition series)

Enhanced Intel Speedstep® Technology
Supports Intel® 64* Architecture
‘Supports Intel® Virtualization Technology
Intel® Turbo Boost Technology

‘Supports Execute Disable Bit capability

Binary compatible with applications running
on previous members of the Intel
microprocessor line

Intel® Wide Dynamic Execution

Very deep out-of-order execution

Enhanced branch prediction

Optimized for 32-bit applications running on
‘advanced 32-bit operating systems

Intel® Smart Cache

© 8MB Level 3 cache
« Intel® Advanced Digital Media Boost

Enhanced floating point and multimedia unit
for enhanced video, audio, encryption, and
3D performance

New accelerators for improved string and
text processing operations

Power Management capabilities

System Management mode
Muttiple low-power states

8-way cache associativity provides improved
cache hit rate on load/store operations

System Memory Interface
~ Memory controlier integrated in
processor package
3 channels
2 DIMMs/channel supported (6 total)
24 GB maximum memory supported
Support unbuffered DIMMs only
Single Rank and Dual Rank DIMMs
supported
'DDR3 speeds of 800/1066 MHz
supported
512Mb, 1Gb, 2Gb,
Technologies/Densities supported
« Intel® QuickPath Interconnect (QPT)
~ Fast/narrow unidirectional links
~ Concurrent bi-directional traffic
— Error detection using CRC
— Error correction using Link level retry
~ Packet based protocol

int to point cache coherent
interconnect

~ Intel® Interconnect Built In Self Test
(Intel® BIST) toolbox buikt-in

1366-land Package
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